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IC Pin |LCD Pin| COM3 [COM2]| coM1 | cOMo ICPin |LCD Pin| COM3 | COM2 | COM1 | COMO
SEGO 1 K 2 1 40 SEG18 19 D9BC | DI10C | DIOB | DIOA
SEG1 | 2 ] b(] i® ¥ SEG19 20 DIOD | DIOE | D10G | DIOF
SEG2 3 ALM | DIC | DIB DIA SEG20 21 DIIC | D11B | DIlA
SEG3 4 DID DIE | DIG DIF SEG21 22 D11D | DIIE | DI1IG | DIIF
SEG4 5 CHME | D2C | D2B D2A SEG22 23 D12C | DI2B | DI2A
SEGS 6 D2D D2E | D2G D2F SEG23 24 DI2D | DI2E | DI2G | DI2F
SEG6 7 T4 D3C | D3B D3A SEG24 25 DI3C | DI3B | DI3A
SEG7 8 D8D D3E | D3G D3F SEG25 26 D13D | DI3E | D13G | DI3F
SEGS 9 D4C | D4B D4A SEG26 27 D14C | D14B | DI4A
SEG9 10 D4D D4E | D4G D4F SEG27 28 D14D | DI4E | D14G | DI4F
SEGI0| 11 5 D5C | DSB E3 SEG28 29 4] DI15C | Di5B

SEGI1| 12 |DSADBG| 4 %, ¥ SEG29 30 |DISADG| DISE

SEGI12| 13 D6C | Dé6B D6A SEG30 31 DI17BC | DI6C | DI16B | DI6A
SEGI3| 14 D6D D6E | D6G D6F SEG31 32 DI16D | DI6E | D16G | DI6F
SEG14]| 15 L D7C | D7B )3 COMO 33 COMO
SEGI5| 16 |D7ADG | D7E A 3 CoM1 34 COM1

SEG16| 17 D8C | DSB DSA COoM2 35 COM2

SEG17| 18 D8D DSE | DSG DSF COM3 36 COM3
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SS0901L Bonding Diagram
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Chip Size:3578 x 3210um.
X B H 2/ Pad25 # Vss,

Hl 2/ Pad3s ¥ VDD,

Pad Name X(um) Y(um) Pad Name X(um) Y(um)
1 SEG16 -1156 1376 33 Pl 1165 -1379
2 SEG17 -1563 1325 34 /RESET 1563 -1339
3 SEGI18 -1563 1197 35 NC 1563 -1211
4 SEG19 -1563 1069 36 VDD 1563 -1067
5 SEG20 -1563 941 36 VDD 1563 -939
6 SEG2] -1563 797 37 Xout 1563 -796
7 SEG22 -1563 653 38 Xin 1563 -636
8 SEG23 -1563 509 39 XTin 1563 -357
9 SEG24 -1563 -142 40 XTout 1563 -197
10 SEG25 -1563 -302 41 P3 1563 -53
11 SEG26 -1563 -446 42 P3 1563 122
12 SEG27 -1563 -574 43 P3 1563 266
13 SEG28 -1563 -702 44 P3 1563 442
14 SEG29 -1563 -830 45 P2 1563 566
15 SEG30 -1563 -956 46 P2 1563 762
16 SEG31 -1563 -1086 47 P2 1563 906
17 COMO -1563 -1214 48 P2 1563 1082
18 COM1 -1563 -1342 49 SEGO 1563 1210
19 COM2 -1153 -1379 50 SEGI 1563 1338
20 COM3 -1025 -1379 51 SEG?2 1141 1376
21 BIAS -881 -1379 52 SEG3 1031 1376
22 VLCO -753 -1379 53 SEG4 885 1376
23 VLCI -825 -1379 54 SEGS 757 1376
24 VLC2 -497 -1379 55 SEG6 629 1376
25 VSS -225 -1379 56 SEG7 501 1376
25 VSS -97 -1379 57 SEG8 43 1376
26 P6 157 -1379 58 SEG9 -196 1376
27 P6 317 -1379 59 SEG10 . -324 1376
28 P6 461 -1379 60 SEGI11 -468 1376
29 P6 621 -1379 61 SEGI12 -612 1376
30 Pl 765 -1379 62 SEGI3 -756 1376
31 Pl 909 -1379 63 SEG14 -900 1376
32 Pl 1037 -1379 64 SEGIS -1028 1376




SS0901 Bonding Pad diagram

Pad NO. Pad Name
] TRGI
2 TRG2
3 TRG3
4 TRG4
SS0901 _ 5 LEDI
1 6 STPB
7 STPA
T2 — 8 AUD
A 9 Vss
13 10 10 vdd
C__ 4 — }; ,SSSTC]
1 9 13 TST2
[:_—JZ - 14 TST3
4 5 6 7 R
I kN s Y e N i e A

Substrate connect to Vss

Chip Size:4950 x 2500
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